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摘 要

本研究針對不同微結構之幾何形狀進行研究，探討其微結構的流動特性及不同脫模角度之影響，利用射出壓縮模具，進行

微射出成型研究實驗，模仁之製作採用微影製程、KOH等向性濕蝕刻和RIE非等向性蝕刻，再經由電鑄得到所需的微結構

模仁。 實驗材料採用聚丙烯（PP），和高密度聚乙烯（HDPE）進行材料流動性之比較，並利用田口實驗進行規劃，選定

射出速度、模具溫度、融膠溫度和保壓壓力四個成型因子，進行射出實驗，找出最影響微結構流動性的最重要的兩個因子

，再加入射出壓縮功能中的壓縮速度、壓縮距離兩因子，再次進行L9直交表實驗，分析射出壓縮功能是否可順利降低傳統

射出之參數水準。

關鍵詞 : 微結構，微射出成型，微影製程，等向性、非等向性蝕刻，射出壓縮。
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